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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans led documents ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Publié annuellement

e (Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Termipologie

En ce qli concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national| (VEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés| traitant chacun d'un sujet défini. Des a
complet$ sur le VEI peuvent étre obtenus sur demande:
Voir égajement le dictionnaire multilingue de la CEl.

Les termies et définitions figurant dans la présente

cation ¢nt été soit tirés du VE
approuvgs aux fins de cette publicati

Symboles graphiques

Pour les| symboles grs,
signes q'usage généraN\approuvé

consultefa:

— la CEl 27:

et pour lgs appargils électromédicaux,

- |
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEIl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

sources:

¢ [EC Bulletin
e |EC Yearbook

EC 50:
vhich is
dealing
will be
ilingual

€ e been
specifjcally approved for the purpose of this publicafjon.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols ang signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation|of the
single sheets;

~ |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

nedical
equipment in medjcal practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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Publication 68-2-44 de la CEI
(Deuxiéme édition - 1995)

Essais d’environnement —

Partie 2: Essais —
Guide pour l'essai T: Soudure

AMENDEMENTS TECHNIQUES

Qorrections dans le texte anglais unique-
ment

Hage 20
Remplacer la*fin de
gxistante p

.J.au-dessu
& soudabilité g

Dans le_de e alinéa, sixieme ligne,

u liet"de .-revétements d’argent on
aassivés... lire ...revétements d'argent

ssivée

q)
(@)
-

IEC Publication 68-2-44
(Second edition - 1995)

Environmental testing -

Part 2: Tests —
Guidance on Test T: Soldering

TECHNICAL AMEND

e first line, instead of ...of I
t read ...or longterm...
age 21

Replace the existing second sente
by the following new second sentendg

...The time taken for the globule to
around and close over the wire is ing
tive of the solderability of the wire.

Corrections to French only

ake
to

ng-

nce
e

flow
ica-

Page 32

Paragraphe 10.1, deuxieme ligne, au
lieu de ...dans un gain... lire ...dans un
bain...

Page 36

Paragraphe 11.3, premiére et deuxiéme
ligne, au lieu de ...essai maintenue dans
la tolérences prescrites.

lire ...d’essai soit maintenue dans la
tolérence prescrite.
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Page 44

Point a)

Dans la deuxiéme ligne, au lieu de
...cos 0 = 1) puis répéte la formule... lire
...cos 0 = 1). Dans ce cas...

Point b)
Dans la deuxiéme ligne, au lieu de
...(0,4 mN mm);... lire ...(0,4 mN/mm);

Point c)

ude .../cm3... lire .../mm3...

CORRECTIONS DANS LE TEXTE
Rage 6

d Références normatives

CEIl 68-2-58

Dans le titre de cette publication, au lieu
de ...Soudabilité résistance
.|.Soudabilité, résistance...
djoutée)

CEl 326

ans le titre, au lié

fire ...Partie 2:...

Page 14 Q

Au cinquiem
*age, au lieu de

néa depuis le bas de la

ourl’essais... lire Pour les essais...

Page 45

Item a)

In the second line, instead of ...cos 6 = 1)
then repeat formula... read ...cos 6 = 1).
In that case...

ltem b)
In the second line, instead of ...(0,4 mN
mmy}... read ...(0,4 mN/mm)...

ltem c)

- read
.Jmms...

EDITORIAL CORREC

aragraph, first
present guide...

line,
read

ause 10.2

n the second paragraph, third| line,
instead of ..the present test specifi-
cation... read ...this test specificatign...

Subclause 11.1

In the fourth line, insteaq of
...buoyance... read ...buoyancy...

Page 37

Subclause 11.2

in the fifth line, instead of ...buoyance

¥ PPN

Dans la derniére ligne de la page, au
lieu de ...d’essais.
lire ...d’'essai.

Ce corrigendum remplace celui de mai 1995. Un
trait dans la marge indique ol ce corrigendum a
été modifié.

AodQt 1995

LAY4 A% v

‘o
LA cen

This corrigendum replaces that of May 1995.
A line in the margin shows where this corrigen-
dum differs from the previous one.

August 1995
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 2: Essais - Guide pour I’essai T: Soudure

AVANT-PROPOS

a—C Go o ote ernationale)l—est—tne—erganisatio ale—de—nesmalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux {(Comités nati de la CEl]. LaCEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions i h dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autre bs Normes

ut Comité
entales et
collabore
fixées par
accord entre les deux organisations.
P) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne les questi és par les
i expriment
B) Ces décisions constituent des recommandations- i ationsg publi brmes, de
) Dans le but d'encourager ['unification \intérnationa = i ‘engagent
5 de la CEIl
la norme
La Norme internaticnale la CEl:
Essais d'environneme
Cette deuxiéme édition tonstitue
ine révisi .
e texte de ce documents suivants:
DIS Rapport de vote
N 50(BC)265 50/353/RVD
e rappo ote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti aYapprobation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2: Tests — Guidance on Test T: Soldering

FOREWORD

1) The[TET (Infernafional Electrotechnical Commission) is a worldwide organization

standardization
co prlsmg all natlonal electrotechmcal commlttees (IEC Natlonal Commlttees) The 0

bject of the IEC.i$ to

- i nd
elegtronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishe 8 andafds.
Thejr preparation is entrusted to technical committees; any IEC Nations i i i
the [ subject dealt with may participate in this preparatory work.
nontgovernmental organizations liaising with the IEC also participate i arati EC
collaborates closely with the International Organization for Standardization )- in accordance with
conglitions determined by agreement between the two organizations.

2) Thelformal decisions or agreements of the IEC on technical matters, p ad chnical committees on
whigh all the National Committees having a special interest therein a : : press, as nearlyl as
possible, an international consensus of opinion on the subjeots de b

3) They have the form of recommendations for internationa 3 i in the form of standards, technjcal
repgrts or guides and they are accepted by the S

4) In oyder to promote international unification)\JEC Natie i rtake to apply IEC Internatignal
Stafdards transparently to the maximum ex o national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the ational or regional standard shall be clearly
indi¢ated in the latter.

International Standard IEC 6§ 3 d by IEC technical committee 50:
Environmental testing.

This s$econd edition 3 the first edition published in 1979 and
consti utesatec isior,

The text of this sta following documents:

DIS Report on voting

™
\ \5{(00)265 50/353/RVD

Full information

the> voting for the approval of this standard can be found in the repprt
on vot|ng indicated i '

the above table.
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ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 2: Essais ~ Guide pour 'essai T: Soudure

Section 1: Généralités

1 Domaine d’application

L'objet de la présente Norme internationale est de fournir des informations et des recom-

mandations aux rédacteurs de spécifications contenant des références aux CE| 68-2-20,
CE| 68-2-54 et CEIl 68-2-58.

2 Références normatives

|.es documents normatifs suivants contiennent des djspesitions 3 uite de la

Féférence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la prés partie de
a CEl 68. Au moment de la publication, les éditio \ o 2 igug¢ur. Tout
ocument normatif est sujet a révision et les parties-pre 3 ccords fopdés sur
a présente partie de la CEl 68 sont invitées & réchercheria poss |I|té d’appliquef les édi-
ions les plus récentes des documents normatifs mdl ci-a bres de
a CEl et de I'lSO possédent le reg i

CEl 68-2-20: 1979, Essais d’environneme jé artie: j i T:\Soudure
Modification 2 (1987)

CEl 68-2-54: 1985, Essais f atiques et robustesse mécdnique -

Peuxiéme partie: Essai , : de de la

balance de mouillag

CEl 68-2-58: 1989, : Souda-
soudage

bilité résistance
pHes compo

Bérie CEl 249
CEl 326-2: 19

Section 2: Principes généraux

3 Introduction

Les conditions dont dépendent la facilité d’exécution et la fiabilité d’'un joint brasé peuvent
étre classées dans les trois groupes suivants:

a) La conception du joint, déterminée par le choix des deux éléments métalliques
destinés & étre brasés (leur forme, leur taille, leur composition, etc.) et par celui de la -
méthode d’assemblage (la position relative, la fixation initiale, etc.).

b) La mouillabilité des surfaces destinées a étre jointes.

¢) Les conditions adoptées pour l'opération de brasage (température, durée, flux,
alliage, matériel etc.).
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ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2: Tests — Guidance on Test T: Soldering

Section 1: General

1 Scope

The purpose of this International Standard is to prov:de background information and
recommendations for wri f ifi -2-20,
IEC 68-2-54 and IEC 68-2-58.

2 Normative references

The fgllowing normative documents contain provisions which, th ¢ nis
text, cpnstitute provisions of this part of IEC 68. At the time of icatic { [ d,
the editions indicated were valid. All normative documents ‘a bj i nd
partiegs to agreements based on this part of IEC 68 are ¢ aged to_investigate the
possiblility of applying the most recent editions of the normati e do uments mdlca d
below] Members of IEC and ISO maintain registers ¢ al

Standards.

Amendment 2 (1987)

IEC 68-2-54: 1985, Basic environmental te , : Ta:
Soldeting — Solderability testi, 4 ce

] tyl
&

IEC 6B-2-58: 1989,
resistance to di
Devicgs (SMD)

Series|IEC 249, B
IEC 326-2: 19

ection 2: General principles

3 Introduction

The co i ing and the relability of a soldered joint depend
may be classified in three groups as follows:

a) The joint design, determined by the choice of the two metallic elements to be joined
(their shape, size, composition, etc.) and of the assembly method (relative position,
initial fastening, etc.).

b) The wettability of the surfaces to be joined.

¢) The conditions adopted for the soldering operation (temperature, time, flux, solder
alloy, equipment etc.).
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Le choix des conditions relatives aux classes (a) et (c) revient au constructeur du matériel
ou des sous-ensembles, qui doit connaitre I'importance de chacune de ces conditions et
les limites tolérées pour leurs variations. La condition (b) dépend principalement du cons-
tructeur du composant, excepté dans le cas ou le constructeur du matériel le manipule ou
le stocke dans des conditions inhabituelles. 1l est nécessaire que la mouillabilité des
surfaces soit définie avec la précision nécessaire pour permettre au constructeur du
matériel de choisir en conséquence les conditions des classes (a) et (c) appropriées. En
revanche, le fait que la qualité de la surface des composants soit satisfaisante ne permet
pas nécessairement d'éviter les joints a rejeter, résultant d’erreurs dans la conception du
joint ou dans les conditions de I'assemblage.

Cette imbrication souvent complexe des responsabilités des constructeurs de composants
T des consirucieurs de maieriels implque la Necessiié de pouvoir_detinir,_ayec une
rande précision, la mouillabilité des sorties des composants, ou, ment, la
rasabilité des composants.

300D

I} ne suffit pas que les sorties d’'un composant électronique oig t\appropriées au prasage

(c’est-a-dire capables d’étre mouillées par un alliage ‘ . ions de
hrasage en masse, le composant doit remplir trois autre :
a) il doit posséder des caractéristiques thermique 8 i i corres-
pondant a une température suffisamme iqui I'alliage

utilisé, laquelle doit étre atte saire au

mouillage;

iées au
c) il doit résister Je , i aniques
et chimiques relative C ations de/ nettoyage des résidus de flux. Leg consi-
dérations sur le ne ]

EBn conséq aniques
lubrifiées (com 2 res, par
gxemple), sensib : ination, i i a faible
résistance_a\la ‘cha tains condensateurs & diélectriques thermoplastiques, par
exemple ive s des opérations de brasage en masse a cause de lepr inap-
titude 2 plusieurs des contraintes associées & ce processus.

Rour ce , labrasabilité d'un composant, qui se rapporte a I'aptitude d’'un matériau
étre brasé, doit\étre clairement distinguée de la mouillabilité des sorties, qui se rapporte
I'aptitude d’unie surface & accepter I'étalement spontané d’'un métal ou d’'un| alliage

‘apport liquide.

Malheureusement, ces concepts font souvent l'objet de confusions dans le langage
courant, ce qui peut nuire au bon déroulement de la production.

En outre, I'inaptitude d’un composant au brasage dans les conditions générales spécifiées
(voir Particle 6) ne signifie pas que les sorties ne peuvent pas étre brasées sur un circuit
imprimé ou un autre support; cela signifie simplement qu’il est nécessaire de prendre des
précautions particuliéres, relatives & la condition & laquelle le composant ne satisfait pas,
tel qu'un isolement sensible a la chaleur ou une incompatibilité avec certains ou avec tous
les solvants. Seule une mouillabilité défectueuse des sorties interdit 'usage du brasage
pour le montage d’un composant; cette qualité est primordiale, mais n’exclut cependant
pas la prise en considération des autres.
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The choice of conditions of classes (a) and (c) concerns the manufacturer of equipment or

subassemblies, who shall know the importance of each of the conditions and the limits of
their variation. Condition (b) depends for the most part on the component manufacturer,
except in cases of unusual handling or storage conditions by the equipment manufacturer.
The wettability of surfaces needs to be defined with whatever degree of precision is
necessary to allow the equipment manufacturer to make the appropriate choice of
conditions of classes (a) and (c¢) appropriate to that wettability. On the other hand,

components of satisfactory surface quality will not necessarily prevent rejectable joints

arising from faults in joint design or joining conditions.

This often complex overlapping of responsibility between component manufacturers and
equipmemtTmanufacturers Treates a need tobe—abtetodefine—with—considerable—pre-
cision|the wettability of component terminations or, more generally, the ilify | of
compgnents.

4 Sqlderability of components and wettability of their termina

It is not sufficient that an electronic component should have te a at are su:table
for soldering (capable of being wetted by molten solder S s g it
shall fuifil three other requirements:

a) |it shall possess thermal charactenstlcs a
temperature sufficiently higher than th ed
and maintained for the length of ti

b) |it shall withstand without short-te C hange the thermal stresses
asspciated with the soldering cycle ((including ¢ew and possible repair by soldering
iron);

¢) [it shall withstand withou ‘ ‘ ‘term damage the mechanical apd

Clepning considerat
Thus |certain ei§ 1]

ontaining lubricated mechanical parts (e|g.

switches), or being 3 engitive to contamination (e.g. relays, potentiometers),
or containing a plas ic s poor heat resistance (e.g. certain capacitors wijth
thermgplastic xcluded from mass-soldering operations because |of
their inability to with : ore of the stresses associated with the process.

For these_rea areful\ distinction must be made between the solderability of the
compdnent, whict 6 the total suitability for industrial soldering, and the wettabiljty

of the termination;.which refers only to the ease of coating the termination with solder.

Unfortunately, these concepts are often confused in ordinary language, and such
confusion can prevent smooth running of production.

Furthermore, unsuitability of a component for soldering under the general conditions
specified (see clause 6) does not mean that its terminations cannot be soldered to a
printed circuit board or other support; it means only that it is necessary to take special
precautions depending on the condition it does not satisfy, such as having thermally-
sensitive insulation, or incompatibility with some or all solvents. Only defective wettability
of the terminations prevents the use of soldering for mounting the component; this quality
is of prime importance, but does not exclude consideration of the others.
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Les essais normalisés dont il est question dans le présent document ont pour but de
simulation de certains effets produits par cet ensemble de conditions.

Le choix approprié d’un ensemble de ces essais, en liaison avec des mesures électriques
et mécaniques, permet de répondre a la question: «Ce composant est-il brasable avec les
méthodes habituellement utilisées en électronique?». C’est I'une des questions que le
constructeur du matériel doit se poser avant de soumetire un composant & un processus
de brasage.

Le principe de chaque essai normalisé et le degré d’information qu’il fournit sont définis
dans l'article 5.

électionner en connaissance de cause le nombre et le type des gssai ifes pour
déterminer le comportement du composant lors du brasage; le 5. qu'il aura
imposées refléteront dans tous les cas les prescriptions gé iHode de
fabrication. ’
De la méme maniére, la personne chargée de cond e degré
d'information qu’elles lui fourniront.
5
Dans les sections précédentes, la signifi en vue
de montrer leur utilité quant a la répense a la.questionT «Ce composant est-il brasable en
pratique par les méthodes habitu
La réponse peut étre Si | ise gsaire: les outils appropriés & I'établigsement
des distinctions exi quelle
revéte, n'est jama
La brasabiliti;:ﬁ' hances,
la robustesse
Si les spéci ment la
séquence des es osant a
rencon
Rar conséqu est nécessaire d’accorder une attention toute particuliére a la place des
essais de brasabilité dans la séquence des essais.
Négliger ce fait peut fausser le ulta i T ilté e ement ceux

d’autres essais relatifs aux caractéristiques du composant.

EXEMPLES:

-~ si, dans une séquence, un essai longue durée de corrosion ou de chaleur humide
est requis avant un essai de mouillabilité, il se peut que le composant soit rejeté, alors
que, si I'on avait pratiqué I'essai au préalable, sa mouillabilité aurait été parfaitement
acceptable.
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The standardized tests referred to here are all directed to simulating some part of the
effects of this set of conditions.

The appropriate choice of a group of these tests, in conjunction with electrical and
mechanical measurements, allows one to answer the question, "Is this component
solderable by the methods normally used in electronics?”. This is one of the questions
which the equipment manufacturer shall ask himself before putting a component on a
soldering line.

The principle of each standardized test and the degree of information it supplies are
defined in clause 5.

In this way the component specifier can, in full knowledge of the reaso
number| and type of tests needed to establish the behaviour of the
soldering; and the requirements that he will lay down in every case
requirements of the method of manufacture.

-_ g D

Similarly, the person conducting the tests will appreciate t
will give him.

5 Plage of solderability in environmental testi

In previ
they mgy be used to answer the question
normal methods ?".

The rep
distincti

Soldera

tests.

Therefof
sequenge.

Neglect ©of this may produce false results for solderability, and may equally talsify the
results of other tests on component characteristics.

EXAMPLES:

- if, in a sequence of tests, a long-term damp heat or corrosion test is required before
a wettability test, a component could be rejected even if, had it been tested as
received, the wettability would have been perfectly acceptable.

B R T T T P TR BT e e
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Il est certain qu’'en pratique les composants électroniques sont toujours brasés dans le
matériel avant expérimentation des environnements simulés par les essais de chaleur

humide ou de brouillard salin;

- a linverse, si I'essai Tb de résistance & la chaleur de brasage est effect
I'essai de robustesse des sorties, dans l'intention, somme toute correcte, de s

ué avant
imuler le

montage du composant sur le circuit, les défauts d’étanchéité susceptibles d’étre provo-

qués par ce dernier essai ne seront pas soumis au choc thermique, bien qu’en

pratique

il soit possible que les contraintes mécaniques et chimiques, si elles sont cumulées,

soient fatales au composant.

Les principes généraux suivants peuvent étre établis:

T)_ Les essais de moulllabiliie ne peuvent &ire precedés que dessais non des|

des essais de vieillissement accéléré spécifiés (voir 'article 8).

ructifs et

és indé-

outes les

| est également opportun de considérer s'il est ux activé
pvant d'effectuer d’autres essais mécaniques ou climatiques
p Essais de brasabilité
Pans cet article sont définies:

— lafonction des

-~ les raison
L es conditi e mais,
1abituelle@' r remplir
es différentes bnditions
e brasage errées.
Les i t largement acceptées (des valeurs plus élevées ou moins

> Alliage Etain-plomb de composition pseudo-eutectique

Gamme de température du procédé Fer a braser 230 °C 4 300 °C
Bainouvague — 230°C3260°C
Phase vapeur 210 °C 4 260 °C
Infrarouge 200 °C a 280 °C

Durée d’'exposition & la chaleur Fer a braser 1sass
Bain ou vague 3sass
Phase vapeur 20sa60s
Infrarouge 30sa60s
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Certainly, in practice, electronic components are always soldered in place in the equip-
ment before experiencing the environments simulated by damp heat or salt spray;

-~ conversely, if the resistance to soldering heat Test Tb is applied before the robust-
ness of terminations test, intended quite correctly to simulate the mounting of the
component on the board, sealing faults which could be caused by the latter test will not
be subjected to the thermal shock, whereas in practice the cumulative mechanical and

chemical stresses might prove fatal to the component.

The following general principles may be stated:

1)

era

2) Trests for resistance to soldering heat shall be carried out indepg
of lIpng-term function tests, taking all precautions necessary, fof

hea

3) Consideration should be given to whether or not it js
residues prior to carrying out climatic tests.

It is n
activat

6 So

This clause defines:

- ]he function of the te

ettability tests may be preceded only by non-destructive tests g

d ageing as may be specified (see clause 8).

shield.

derability tests

nd._such agccel-

UX

Industrjal solderi 0 : ally
been rlecessary ; pes.of “components to meet the different assembly
conditig j g

within 1

The fol

\S}Ider Tin-lead of near-eutectic composition

Process temperature range Soldering iron

Vapour phase

o ORO—OL
Datll OT Wave 2'30 e to260°C

230 °C to 300 °C

210 °C to 260 °C

Infra-red 200 °C to 280 °C
Duration of exposure to heat Soldering iron 1stoSs

Bath or wave 3stoSs

Vapour phase 20sto60s

Infra-red 30sto60s
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Ces conditions résultent d’'un compromis empirique entre des contraintes fortes (hautes
températures ou longue durée d’exposition) qui, en général, améliorent le mouillage mais
degradent le composant, et des contraintes plus faibles (expositions courtes ou températures
proches de celle du liquidus de l'alliage) mieux supportées par le composant mais qui
rendent le brasage moins facile ou de qualité douteuse (produisant des «joints froids»).

Les conditions d’essai normalisées en tiennent compte; ainsi, la température de 235 °C
est-elle utilisée pour les essais de brasabilité (Ta), alors que les essais de résistance a
la ch leur de brasage (Tb) sont effectués a 260 °C. Il en va de méme pour la durée
d'immersion ou de contact. Ceci permet de garantir qu’'un composant qui a subi avec
succes les essais normalisés supportera la gamme de contraintes qu’il est susceptible de
subir au cours d’un processus d’assemblage normal.

| a question est compliquée par le fait que des différences de.comporiement [pourront

in temps appréciable et étre destructifs, seules e tatisti ermettre

e traitement statistique des ess fonda-
mental qui doit rester présent(a spéci-

fications ainsi que des personnes qui

Cet aspect statistique n’est pas ¢ 68-2-58,
ui traitent uniqueme la signi-
ication statistique de oncerne les specifications particuligres des

omposants.

e traitem@
n particulie

aison avec I'applicabilité des résultats des essais,
iance qui peut leur étre accordé (voir l'article 9).

—

e_réSistance a la chaleur de brasage, il est conseillé g'utiliser
ir un mouillage rapide et de s’assurer que la transmissipn de la

i ' ati énoncées dans les paragraphes relatifs au choix de I'alliage et de la
prasage.

I ;
pour garantir le maintien effectif de la température.

Ces essais ne sont pas congus pour simuler ou déterminer I'effet de contraintes méca-
niques accidentelles qui peuvent étre induites par un processus de brasage. Il est
nécessaire de garder & I'esprit le fait que les essais peuvent endommager le composant
ou le détruire, et d’en tenir compte lors du choix de I'ordre dans lequel il sera recommandé
d’effectuer les essais climatiques et mécaniques.
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These conditions stem from an empirical compromise between high stresses (high
temperatures, or long duration of exposure) which usually improve wetting but degrade the
component, and low stresses (short exposures, or temperatures near the liquidus of
the solder) better withstood by the component but making the soldering less easy or
of doubtful quality (producing "cold joints").

The standardized test conditions take this into account; thus the temperature of 235 °C is
used for solderability tests (Ta) while tests for resistance to soldering heat (Tb) are
conducted at 260 °C. The same applies to the time of immersion or of contact. This ensures
that a component passing the standard tests will withstand the range of stresses it may
encounter in current assembly practice.

The matter is complicated by the fact that variability will appear withi d

betweeln batches, of nominally identical components.

This means that the values obtained as a result of tests on 0

taken gs necessarily typical of other components in the batch or of other
required tests may take an appreciable time and may be.de iv
several batches may only be assessed statistically.

Statistical treatment of component sold

tests.
It is n(;ENcovered in IEC 68-2-20, IEC 68-2-54"g ly
with h

the tests are to be . isti a
matter for the particular com s iicati

Statistital treatm@r'
cular wjth the level

With resistance to soldering heat tests, it is advisable to use the activated flux to produge
rapid wetting,<thereby en hat the rate of heating of the component under test is gs
rapid ag possi

-
=

The remarks i y
equally| to tests resistance to soldering heat. It is especially important, when testing
components of large thermal demand, to ensure that the temperature reached is not legs
than 40 <C-above the solder liquidus. The solder bath of method 1 is of sufficient size {o
ensure That the temperature i1s effeciively maintamned.

These tests are not designed to simulate or determine the effect of accidental mechanical
stresses which may be introduced by a soldering process. The tests can be damaging
or destructive to the component under test and this point should be remembered when
deciding in what order climatic and mechanical tests should be done.
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7 Essais de mouillabilité
7.1 Principes généraux

Le but de ces essais est de mettre en contact, dans des conditions contrélées, le compo-
sant et l'alliage de maniére & pouvoir évaluer la qualité du mouillage en fonction de
critéres définis. Fondamentalement, les essais de temps de brasage sont des estimations
du temps que met I'angle de contact a devenir uniformément faible en tous points de
périphérie du joint. Dans certains essais, cette condition est évaluée uniquement par
controle visuel. Dans d’autres, le temps est mesuré. Les essais totalement quantitatifs
sont ceux pour lesquels sont mesurés & la fois le temps et la force exercée sur le
spécimen par la tension superficielle de I'alliage.

Dans certaines circonstances, lors d’'un contact prolongé, I'angle de ce t encore
augmenter et I'alliage se rétracter de la surface du spécimen. Ce mene est connu
sous le nom de retrait de mouiliage. Certaines des méthodes d'¢ i pré i examen
du retrait de mouillage. Il est recommandé, lorsqu’il existe etrait de

mouillage, que la spécification particuliére le mentionne.

Les méthodes d’essai suivantes sont examinées:

— essai au bain d'alliage (voir 7.2)
destiné aux sorties du composant; essai/qualitatif;

— essai au fer & braser (voir 7.3)
destiné aux sorties inadag

- essai a la goutte (voir 7.4)
destiné aux fils de section

force de

b vieillis-

Pourtessais de type d’acceptation, le rédacteur de spécifications doit s’assurer que la sé-
uence des essais est telle que.

a) le brasage n’est pas effectué avant I'essai de mouillabilité, par exemple pour effec-
tuer des mesures initiales;

b) un vieillissement susceptible d’affecter ia mouillabilité, par exemple provoqué par
un préconditionnement a des températures élevées, n'est pas effectué a moins d’'étre
requis par la spécification particuliére du composant;

¢) la surface des sorties n’est pas endommagée par une manipulation précédente
quelle qu’elle soit.

it en résulte que I'essai de mouillabilité doit étre placé en premier dans toute séquence
d’essais.
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7 Wettability tests

7.1 General principles

The purpose of the tests is to bring component and solder together under controlled
conditions so that the quality of wetting can be assessed according to defined criteria.
Fundamentally, soldering time tests are estimates of the time required for the contact
angle to fall to a uniformly low angle at all points on the solder boundary. In some tests
this condition is assessed by visual inspection only. In others, the time is measured. Fully
quantitative tests are those in which both the time and the force exerted on the specimen

by the

surface tension of the solder are measured.

On prplonged contact, under certain circumstances, the contact angle may

and me solder retract from the specimen surface. This phenome
i 0

dewe
possil

be included.

The {d

ng. Some of the test methods provide for examination for
ility of dewetting is suspected, the relevant specification

llowing test methods are provided:

solder bath test (see 7.2)
for component terminations; qualitative test;

soldering iron test (see 7.3)
for terminations unsuited to othe

globule test (see 7.4)
for round wire, measuring wetting

rotary dip test (see 7.5)

Lain

us

The siecification writer shall satisfy himself that test sequence, in type-approval testing

-

a) soldering for making initial measurements for example, is not done prior to the wet-
tability test;

b) ageing likely to affect wettability, such as might occur in, for example precondi-
tioning at elevated temperatures, is not done unless required by the component
specification;

¢

the surface of the termination is not damaged in any prior handling.

In consequence the wettability test shall be placed first in any test sequence.
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Les précautions générales suivantes s'appliquent & toutes les méthodes d’essai de
brasabilité:

a) les essais doivent étre effectués dans un lieu exempt ou protégé contre les
courants d’air;

b) Il'usage de pinces est recommandé pour éviter la contamination des spécimens du
fait de leur manipulation;

c) siles sorties doivent étre redressées préalablement a I’essai, aucune contamination
ou marquage de leur surface ne doit se produire au cours de cette opération.

7.2 Essai au bain

[ cosses,
el que la
période

tion trés
es telles
tte, sont

éduite résultant d’'une spécification trop précise. La
ue les cosses qui, bien que leur forme ne soit pas

aux cartes imprimég¢s et les
de précision. La prpfondeur

assurer que I'écoulement dg I'alliage
g.uniguement par le mouillage et ngn par la

briies ne
ues sont
bdes est
au bain,
in fer &

c de la
e_du composant. Il est évident que ces facteurs s’appliquent également
asse, mais il convient d’en tenir compte lors de I'établissement d¢s spéci-
ieres du composant. Il convient également de rappeler que des {lux acti-

és qui permettent des temps de brasage plus courts sont normalement utilisés| dans le
gn en masse

L'essai est rapide, qualitatif et sélectif; il permet, si on le souhaite, de déterminer la
mouillabilité en plusieurs points de la sortie.

7.4 Essai a la goutte
741 Essaiala goutté pour les fils et les sorties des composants de section circulaire

Cet essai est applicable a des fils dont le diamétre se situe dans la gamme de 0,1 mm & 1,2 mm.
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The following general precautions apply to all solderability test methods:

a) the tests shall be done in an area devoid of or protected from draughts;

b) to avoid contamination of specimens during handling, the use of forceps
recommended;

is

c) if terminations need to be straightened prior to test, this shall be done in such a way

as to produce no contamination or marking of the surface.

7.2 Bath test

This tht is presented in two forms, one for wire and tag terminations and
printed circuit boards. The bath specified is of such dimensions that the
solderlis not significantly lowered during the immersion period.

}or
he

The procedure of method 1 is much simplified since, if it e i ith_too much

precision, it would have a very restricted range of appllcaon
terminptions such as tags, which, although of shape u
nevertheless designed to be soldered by means of a bat

conditions can therefore be more closs

by wetting and not by liquid pressure.

7.3 ®oldering iron test

This method is retain
terminations as «

solderable-ename
that of compone
soldered joints can

omponent. These factors apply of course also to producti
soldering, but he hould be taken into account when establishing component spe
fications. It-should also be recalled that activated fluxes, giving much shorter solderi
times, |aré- normally used in production soldering.

st
{.s
strictly| limited to ensure that flow of molte € r i ly

ich

of
nd

ich

The test is quick, qualitative and discriminating; it permits the determination of wettability

at a number of points on the termination if desired.

7.4 Globule test
7.4.1 Globule test for wire and component terminations of circular section

This test is suitable for wires in the range 0,1 mm to 1,2 mm diameter.
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Le spécimen de fil a tester est fluxé, puis placé horizontalement dans une goutte d’alliage
fondu, de telle sorte qu’il la sectionne. Le temps mis par les deux moitiés de la goutte
pour passer par-dessus le fil et se reformer au-dessus de lui est choisi de maniére que la
formation de la goutte par-dessus le fil ne puisse se produire sans mouillage. La hauteur
de la goutte est contrblée par I'emploi de pastilles d’alliage de masse connue, déposées
sur la face supérieure d'un cylindre de fer pur de 4 mm de diamétre, entouré d’une surface
(non mouillable) d’aluminium. L’aluminium contribue également & stabiliser la température
du cylindre de fer pur.

La surface supérieure du cylindre de fer pur doit étre maintenue mouillée par I'alliage.
Lorsque le chauffage est stoppé & la fin de la série d’essais, le bloc chauffant doit étre
refroidi avec une goutte d'alliage en position afin d’empécher le retrait de mouillage et
‘oxydation de la surface en fer pur.

En cas de litige, il est nécessaire de vérifier que la masse dé¢ ) ille [d’alliage

Pendant I'essai, la surface en fer pur doit étre maintenue . doit pas
devenir visqueux dans la bouteille par suite de L€ { quantité
de flux utilisée ne doit pas étre trop importanie pérature
brolongée de la goutte d’alliage.

Chaque goutte d’alliage doit étre priée au
Hiamétre du fil.

| est habituel de me i S métrage
Blectrique, qui e nent putte. Le

Hispositif de~chr¢ putte se
reforme a de

entre en
contact avecuy

nf est soumis a des incertitudes lorsque la vitesse [d’entrée
ible de faire varier la hauteur de la goutte de 0,9 mm|(pour la
g) a 2,3 mm (pour la taille correspondant & 200 mg) en| utilisant
er de\d mm. Il y a aussi des incertitudes sur le moment de I'arrét Iprsqu’on

ge manuel, a cause de 'inconstance du temps de réponse de I'opérateur.

V.42 Essais a la goutte pour les sorties de section non circulaire

Cet essai peut étre utilisé pour les sorties a section convexe de toutes formes, mais il est
principalement destiné aux sections rectangulaires. Les ébarbures pouvant apparaitre sur
les bords des sorties découpées dans une plaque, sont considérées comme formant une
concavité dans la section si leur longueur excéde un dixiéme de I'épaisseur de la plaque.

7.5 Essai au trempage rotatif

Voir les CE! 249 et CEIl 326-2.
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The specimen of wire to be tested is fluxed, and then placed horizontally in a globule of
molten solder so as to bisect it. The time taken for the globule height is arranged so that
reunification of the globule above the wire cannot take place without wetting. The globule
height is controlled by using solder pellets of known weight, placed on the upper face of a
pure iron cylinder of 4 mm diameter surrounded by a (non-wettable) surface of aluminium.
The aluminium serves also to stabilize the temperature of the pure iron cylinder.

The upper face of the pure iron cylinder shall be kept well-wetted with solder. When the
heating is switched off at the end of a test-series, the heating block shall be allowed to
cool down with a solder globule in position to prevent dewetting and oxidation of the pure
iron surface.

In cases of dispute, it will be necessary to check that all solder pellets
within|£10 % of their normal weight.

During testing, the pure iron surface shall be kept very clean.
to be¢ome viscous in the bottle through solvent evaporati
shall

Each golder globule shall be clean a
diameter shall be used.

The wijre shall bisect the globule accur,
regarded as invalid.

ed
d

Hy

it is dsual for the tim
automgatically when th

either |manually en
when the molte @"

above|the terminatior

The n| 0 some indeterminacy if the speed of entry is sigw,
since rom 0,2 mm for the 50 mg size to 2,3 mm for the 200 g
size ( ~There is also some uncertainty in the moment of clostjre
when , due to variations in operator response time. The magnitude
of thege erro icant in acceptance testing.

7.4.2 | ‘Globule testing for terminations of non-circular section

This test may be used for terminations having a convex cross-section of any shape, but
is mainly intended for rectangular sections. Burrs, which may occur at the edges of
terminations stamped out of sheets, are regarded as forming a concavity in the cross-
section if their length exceeds one-tenth of the sheet thickness.

7.5 Rotary dip test
See IEC 249 and IEC 326-2.
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7.6 Essai a la balance de mouillage

Cet essai fournit une évaluation quantitative de la force de mouillage en fonction du temps
pour I'ensemble du processus de mouillage, permettant aux phases de mouillage sélection-
nées d’étre définies en tant que niveaux d’acceptation pour les spécifications particuliéres
de composants.

Un guide complet concernant cet essai est fourni dans la section 3 du présent guide.

7.7 Soudabilité, résistance de la métallisation a la dissolution et résistance & la chaleur
de soudage des composants pour montage en surface (CMS). CEl 68-2-58: Essai Td

eneralntes

n principe, les essais de brasabilité quantitatifs et objectifs doiv : rés aux
ssais de brasabilité qualitatifs et subjectifs. La présente spécificati ative examen
ualitatif des composants pour montage en surface, a été p aré 3 ant qu'un

ode opératoire quantitatif soit défini.

imitations

ans le cas de spécimens dont les sorties so CI: ete possible
u'une divergence apparaisse entre les résul 'eS83 C et les
erformances obtenues par des méthodes/d'asse n phase
apeur, qui nécessite une temp grig inj L'option

Choix de la sévérité

hent de

Ny ali sion, la
méthode ne p eh\g nesure de la vitesse de mouillage; elle indique néanmoins

ere peut prescrire un degré inférieur de résistance a lajchaleur
bun temps d’'immersion de 5 s.

ion est prévue pour permettre I'essai & la température relativement basse
utilisée normalement pour le brasage en phase vapeur, car un résultat obtenu § 235 °C
ne.correspond pas nécessairement a un comportement a 215 °C. Un temps d'iimersion
quelque peu plus long est indiqué, car la réaction de mouillage d’'une surfac¢ méme
facilement mouillable peut étre plus lente. Il n’existe pas toujours de corrélation entre le
brasage au bain et le brasage en phase vapeur.

3) Immersion de 30 s & 260 °C

Lors d'un brasage a la vague, la vitesse de dissolution de la métallisation est bien plus
importante que lors d'un trempage statique. A la suite d’'un brasage a la vague, par
refusion ou en phase vapeur, le spécimen peut étre soumis & une retouche ou 3 une
réparation au fer & braser. Une immersion relativement longue & une température
élevée peut donc étre indiquée pour essayer la résistance de la métallisation 3 la disso-
lution dans I'alliage en fusion.
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7.6 Wetting balance test

This test provides a quantitative evaluation of the wetting force as a function of time for
the whole of the wetting process, allowing selected stages of wetting to be defined as
acceptance levels for component specifications.

A full guidance for this test is given in section 3 of this standard.

7.7 Solderability, resistance to dissolution of metallization and soldering heat of Surface
Mounting Devices (SMD). IEC 68-2-58: Test Td

Generdl

In pringiple, solderability tests that are quantitative and objective are
those {hat are qualitative and subjective. This specification for the quali
of surface mounting devices was prepared as an interim measure,
of a procedure that is quantitative.

Limitatjons

In the e might be a mis-
match 2 nce under assembly
method ing, whi res below the melting point
of tin. The option of testing at 215 °C i§ i ‘ i situation.

Choice| of severity

1) [mmersion for 2 s ak23
These conditions are itio esting wetting and resistance to soldgr-

ing heat respective
It should be n 3
no measurement

A correlatlon between bath soldermg and vapour phase soldermg does not always
exist.

3) Immersion for 30 s at 260 °C

In wave-soldering, the speed of dissolution of metallization is much greater than in a
static dip. After wave-soldering, reflow or vapour-phase soldering, the specimen may
be subjected to subsequent iron-soldering for touch-up or repair. A rather long immer-
sion at high temperature can therefore be specified for testing the resistance of the
metallization to dissolution in moiten solder.
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La spécification particuliére peut prescrire un degré inférieur de résistance a la disso-
lution en indiquant un temps d’immersion de 10 s ou de 20 s.

4) Attitude d’immersion

Lors de l'essai de résistance & la chaleur de brasage, certains spécimens larges et
plats (boitiers en céramique, par exemple), immergés avec le plan de siége vertical, ne
subiront pas sur toute leur épaisseur le gradient thermique auquel ils seraient soumis
lors d’'un brasage normal. En pareil cas, il est recommandé au rédacteur de spécifi-
cation de choisir l'attitude B (I'attitude de flottement). La discrimination entre les
différentes tailles de spécimens en faisant varier le temps d’immersion n’est pas
considérée comme souhaitable.

B Explications relatives aux conditions d’essais
B.1  Classification
| a figure 1 montre les diverses parties et méthodes et leurs
relations.
Essai
Brasage (
[< " \\J 1
Terminologie 8 -/ Guide
.
| \ (N
Essai Ta Essai Tc Essai Td
Brasabilité Brasabilité des Soudabilité, résistance
cartes imprimées de {a métallisation a

la dissolution et
résjstance a la
chaleyir de soudage
des cdmposants pour
montdge en surface

A m@e 1A || Méthode 18 || Méthode 2 Vieillissement Vigillissement
Bain d"alliage Bain d'alliage Bain d'alliage accéléré laccéléré
60°C+5°C | [350°C+£10°C | ]350°C+10°C
| | | i o Bdin d'alliage
Voi 215°C+3°C
Voir CEIl 249
Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 o OF1 3262 235 °C £ 5 °C
Bain d'alliage Fer & braser Goutte d'alliage mouillage 260°C £5°C
235°C+5°C 350°C+10°C 235°C+2°C 235°C£3°C
Retrait de Retrait de Retrait de Retrait de
mouillage mouillage mouillage mouillage

Figure 1
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The relevant specification may prescribe a lower grade of resistance to dissolution by
specifying an immersion time of 10 s or 20 s.

4) Immersion attitude

When testing resistance to soldering heat, certain large, flat specimens (e.g. ceramic
chip carriers), if immersed with the seating plane vertical, will not experience the
thermal gradient across their thickness that they would in practical soldering. In such
cases, attitude B (the floating attitude) should be chosen by the specification writer.
Discrimination between different sizes of specimen by varying the immersion time is not
considered desirable.

8 Explanations of the test conditions
8.1 Classification
Figurgd 1 shows the various parts and methods which comprise Tes
ships to one another.
TestT
Soldering
I N ]
Terminology idance
S |
Test[Ta Mt Tb TestTe Test Td
Solderability sistance Solderability of Solderabili1y,
ldering heat printed board resistance [to
dissolution|of
metallization|and
soldering heat
of SMDs
Accelgrated I
ageing
Method 1 B Method 2 Accelerated Accelerated
Solder bath Solder bath ageing ageing
350°C+£10°C | |350°C £ 10°C
Soldorbath Solger baxr
See IEC 249 215°C+3°C
Method 1 .~ Method 2 Method 3 Method 4 IEC 326-2 235°C+5°C
Solder bath Soldering iron Solder globule Wetting balance 260°C+5°C
235°C+5°C 350°C+10°C 235°C+2°C 235°C+3°C
Dewetting Dewetting Dewetting Dewetting

Figure 1
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La méthode 1A (bain & 260 °C), la méthode 1B (bain a 350 °C), la méthode 2 (fer & 350 °C),
ne sont pas en elles-mémes des méthodes d'essai, au sens ol elles sont plutt analogues &
des expositions climatiques avant essais portant sur des propriétés telles que les caracté-
ristiques électriques et la robustesse des sorties. Elles ne comprennent pas les procédures
relatives a I’essai de la «résistance aux contraintes mécaniques lors du brasage».

8.2 Choix des matériaux d'essai
Choix de l'alliage

Etant donné que, dans les équipements électriques ou électroniques, la plupart des joints
sont faits en utilisant de l'alliage contenant 60 % d’étain et 40 % de plomb, cet alliage a
Etéchoisipourtous fesessais Lexpérience a montré que tesimpuretés quine dgpassent
pas les valeurs maximales indiquées dans 'annexe B de la CEl 68 ‘affectent pas le
pouvoir de mouillage de cet alliage.

Choix du flux

Dans les matériels électriques et électroniques, la majorité des jaints utilisant
in flux & base de colophane (modifiée ou naturelie) généraleiy ition d’agents
Activants qui améliorent le pouvoir de mouillage du : o accroissent Ia vitesse
h laquelle il dissout les oxydes métalliques. Leg flux activé c tcondwre a d¢s temps
e brasage extrémement brefs. Ce sont en générea ) propres a un fabricant et
He composition non divulguée. Pour évit avoir a spécifier un temps de

ompte des conditions (les plus
éfavorables, il est préférable d'en 3 X pour les essais de brasabilité, une
,olophane naturelle non activée,de : que les temps du brasage soient plus

1 est irréalisable ou impossible,| 'emploi

présence 'un flux activé dans la spécification de brasabilité
a-production, ni qu'il garantisse que seq résidus
: tain nombre de normes (nationales) pour les flux
sulter 1ors du choix du flux pour le brasage en masse.

eftre en pratique est une solution de colophane|dans le
. On a constaté qu'une variation de concentration dans les
asse de colophane n’avait pas d’effet sur le temps de [brasage
essai a la goutte. Une concentration de 25 % en mass¢ a donc’
iqn da a

pd—effets ethicsemen ie a toelkaage—des eirewite—mprmé BB assem-
blage) sur les matériaux qui composent les sorties des composants dépendent princi-
palement de trois facteurs:

~ le type de conditionnement;

- la nature de I’'environnement dans lequel sont placés les composants (température,
humidité relative, polluants atmosphériques, etc.);

- la nature des métaux et des revétements eux-mémes.

Suivant les circonstances, des états de surface, méme s’ils ont une signification compa-
rable, peuvent trés bien voir leur mouillabilité modifiée par le vieillissement naturel de
nombreuses maniéres différentes, selon que les processus de diffusion, d’oxydation, de
sulfurisation, d’hydrolyse partielle ou méme de corrosion sont prédominants.


https://iecnorm.com/api/?name=0266f383fd14a80e3ec709dc002d9e16

68-2-44 © IEC: 1995 -27 -

Method 1A (bath at 260 °C), method 1B (bath at 350 °C), method 2 (iron at 350 °C), are
not test methods in themselves, being more analogous to climatic exposures prior to tests
on such properties as electrical characteristics and robustness of terminations. They do
NOT include procedures for testing "resistance to mechanical stress during soldering".

8.2 Choice of testing materials
Choice of solder

Because most soldered joints in electrical and electronic equipment are made using solder
containing nominally 60 % tin and 40 % lead, this alloy has been chosen for all tests.

Experience-has-shown-that-impuritiesup-tothemaximurmrtisted-imappendix B of 1EC68-2120

do no{ affect the wetting power of this alloy.

Choice of flux

The majority of soldered joints in electrical and electronic equipn ent are-Mma jux
consigting of colophony (modified or natural), usually witl { ch
improye the wetting power of the moliten flux or incres es
metal pxides. Activated fluxes may produce very shq ally

proprietary materials of unrevealed composition. In ordér to, avoi ictlties in specifying
solderjng times for each type of activated flux @nd to” iy e worst conditions, it| is
preferable to use natural non-activated colophiony a 3 e solderability tests SO
that the durations are easily measurak < j or
impragticable, the use of specified activate sting is permitted.

It must be stressed that th ~ nga ed flux in the solderability specification
shall not be taken to ji i itabi duction use, nor to guarantee that |its
residugs are free fro TOSi endencies. ere are a number of national standards
for activated flu d be made to these when choosing fluxes for
produgtion solde@

The flyx is most conve applied as a solution of colophony in propanol-2 or ethanpl.
It has 3 ion~of concentration in the range 25 % to 40 % by weight
of col the soldering time as measured by the globule test.| A
conce i % b eight was therefore chosen as the standard in order that

increas

8.3 |

The efte : age-before D hv-af-printe
of which component terminations are composed depend principally on three mfluences

- the type of packaging;

- the nature of the local environment around the components (temperature, relative
humidity, atmospheric poliutants, etc.);

— the nature of the metals and coatings themselves.
According to circumstances, even the same type of finish may change in wettability by

natural ageing in many different ways depending on whether the processes of diffusion,
oxidation, sulphurization, partial hydrolysis or even corrosion are predominant.


https://iecnorm.com/api/?name=0266f383fd14a80e3ec709dc002d9e16

- 28 - 68-2-44 © CEI:1995

Il est ainsi généralement illusoire de vouloir prédire avec précision la modification de la
mouillabilité de surfaces données. La documentation sur ce sujet le fait apparaitre trés
clairement. En conséquence, il ne faut pas s’attendre & ce qu’'un essai de vieillissement
accéléré, si bien congu qu’il soit, puisse, avec certitude, simuler n années de vieillisse-
ment naturel par m jours ou p heures d’exposition a I'essai.

Toutefois, étant donné que les composants électroniques sont souvent stockés plusieurs
mois, voire plusieurs années aprés leur fabrication, la question de la préservation de la
mouillabilité des surfaces revét un aspect primordial pour le constructeur de matériels.
Il est nécessaire de mettre en garde contre l'utilisation de traitements de surface ne
permettant pas une protection adéquate pour de courtes périodes. Pour prendre un
exemple extréme, on peut citer le cas des revétements d’argent on passivés exposés a
ine atmosphére sulfureuse; méme lorsque la mouillabilité est parfaite-a I'origine,.au terme
i j et’la|concen-

nulle méme

ent ay moyen
il est |possible
e.repose sur un|choix a
e qui permet en fait de

ue-pas en dehors de la gamme des
mposants électroniques.

On considére que iti M uer dans les gammes comprises entre
0 °C et 35 °C, ¢ : % € d’humidité relative, les polluants tels que le
dioxyde de soaufre, ™\’ gtc. étant absents. Si le rédacteur de spéci-
fication sait que ces\co sont pas remplies, il ne peut pas et ne doit fas faire
appel a ¢ igillissement accéléré de la CEI 68-2-20. Si des infofmations

requises en pareil cas, des procédures spéciales
e’ doivent étre employées;

relatives
simulant 1’a

cifications sait, pour un type de surface donné, quel
ation est prédominant: diffusion intermétallique ou modifications

2\Pre pier cas, la méthode 3 (essai Ba de chaleur séche, 16 h & 155 °C) consti-
essai le\plus’approprié, dans la mesure ou il accélére la diffusion intermétallique.

, la méthode de vieillissement 2 (essai Ca de chaleur |humide,

e e cations—fe—s8 s—est-prédominant,
ou sile type de revétement n'est pas prescrit dans la spécmcatlon partucullére, il est
préférable d'utiliser la méthode 1 (vieillissement & la vapeur d’eau bouillante). Le choix
entre 1 h et 4 h dépend du degré de sévérité recherché.

Une exposition d’'une heure est généralement appropriée pour les sorties de compo-
sants destinés 2 étre utilisés peu de temps aprés leur fabrication. Cette procédure peut
ne pas étre suffisamment sévére pour les composants qui devront subir un stockage
prolongé. En pareils cas, il est possible d’appliquer une exposition de 4 h.
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It is thus, in general, illusory to hope to predict with any precision the change of wettability
of surfaces. The literature on the subject makes this very clear. As a result, it is too much
to expect that an accelerated ageing test, however carefully designed, can be safely said
to simulate n years of natural ageing by m days or p hours of test exposure.

However, as electronic components are often not used until several months or even
several years after manufacture, the question of the preservation of the wettability of
surfaces is of fundamental importance to the equipment manufacturer. It is necessary to
guard against the use of finishes which do not give adequate protection for short periods.
As an extreme example, one may cite the case of non-passivated sllver coatmgs exposed
toas ala 0 atmosphere: even when initia 0 perie ME abi a_period of
several weeks or days depending on the type and concentration of sulp compounds,
the wettability can become practically zero even with strongly activated

Notwithstanding the impossibility of predicting ageing behaviounwith 3 a single
method i i oximate, so { g]rr:n
can bg obtained. The procedure rests on making a cho -

These conditions are takeén e-withi ‘ , .,
with pollutants such a P ioxide, ide, - . e
spegification writer kno : i pt

call|up the accelera is
required in suc@
empgloyed;

e
b) that the specificatio iter~knows, for a given type of surface, which degradatign
progess is predominaaqt: netallic diffusion, or changes on the surface produced by

he intermetallic diffusion.
J ageing method 2 (Test Ca, long-term damp heat 10 days), is mote

whigh accelge atest
In the second case
appropriate;

¢) ifthe specification writer 1S unaware which proce predominant, or it the type of
coating is not prescribed in the relevant specification, it is preferable to use method 1
(steam ageing). The choice of 1 h or 4 h depends on the degree of severity sought.

1 h exposure is usually adequate for component terminations which will be used soon
after manufacture. This procedure may not be severe enough for components which will
undergo prolonged storage. In such cases 4 h exposure could be applied.
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Prescriptions et caractére statistique des résultats

La CEIl 68-2-20 définit des essais de brasabilité pour les composants électriques et électroniques.

Le présent guide, du fait qu’il explique les principes de base, aide le rédacteur et
I'utilisateur de spécifications & choisir une méthode donnée et & comprendre la signifi-
cation exacte des résultats obtenus.

Toutefois, deux points d’'une importance extréme ne sont pas abordés dans cette norme et
doivent étre couverts par la spécification particuliére du composant.

ol - I -
Cesdeuxpointssonttessuivants:

- la sévérité imposée;
— le niveau d’assurance de la qualité obtenu du fait de rece

Lle rédacteur de spécification doit étre parfaitement conscie y faj feux points
doivent étre définis de fagon précise, et que cette précisio te a ion des
prescriptions et de limites d'acceptabilité, ces deriiére 8 e base
dtatistique pour la mouillabilité (voir l'article 6).

$i, par ignorance ou par omission, ces de définis"de maniére inadéquate
dans la spécification particuliére, les ni corres-
pondant aux besoins réels de I'uti
EXEMPLE:

— Si le rédacteu p bréve

(par exemple, 0, i ) ‘utili perflues

Ie, 5 s),
ceci ne pose auc
'utilisat avail d

er pour

able de piéces défectueuses, ainsi que du plan d’échan-
arantir, sur la base d’'un niveau de confiance acceptable, le

te proportion.
U'objectif du guide se limite & attirer I’attention sur ces questions; il est du ressort
du rédacteur de la.spécification particuliére du composant de procéder soigneusement au
dhoix de(prescriptions et de limites pouvant garantir que les niveaux d’acceptation|concer-
rlant labrasabilité sont définis sur la base d’'une valeur capable de répondre aux |besoins
des’utilisateurs.

T

outefois, on peut faire deux recommandations qui aideront a atteindre la clarté néces-

saire dans les spécifications particuliéres de composants:

1) dans la CEl 68-2-20, une liste rattachée & chaque méthode d’essai indique les infor-
mations devant figurer dans la spécification particuliére du composant. Le rédacteur de
cette spécification doit insérer ces informations de fagon a la fois claire et précise, sans
ambiguités ni omissions. Il serait intéressant de réserver une section spéciale de la
spécification & cet effet, méme si cela constituait une répétition des informations déja
données dans d’autres sections et indiquées en certains points comme étant «non
applicables»;
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9 Requirements and the statistical character of resuits

IEC 68-2-20 defines solderability tests for electrical and electronic components.

The present guide, by explaining the basic concepts, helps the specification writer and
user to choose a particular method and to understand the exact significance of the results

obtained.

However, two points of extreme importance are not discussed in this standard and shall be
covered in the relevant component specification.

Thesetwo pointsare:

~ [the severity imposed;
~ [the level of quality assurance gained by use of the tests.

The specification writer needs to be well aware that these twq

limits, the last being established on a statistical basis for v

nt

If throuigh ignorance or omission these two point
] al

specification, fevels of severity and ¢
needs |of the user may not be achieved

EXAMPLE:

— A wetting-time-limit s short e. he specification writer could gviEe

the luser unnecessary expensg¢ with noreal justification; set too long (e.g., 5 s) it gi

the |component supplier ictti could involve the user in a lot of retouch
worK.

- JAssuming a ble e to be fixed, it is then necessary to decide the
maximum accepta defective items, and what sampling plan is needgd
to ensure, with g enfidence level, that this proportion is not exceeded

It is outside th ) his guide to do other than draw attention to these questions; it|is
the concer he writer of the relevant component specification to make a careful choice
of reqliirementsya its to ensure that acceptance levels for solderability are set afl a

value such-as will satisfy users’ needs.

However, two recommendations may be made which will assist in attaining the necessary
clarity in the component specifications:

1) in IEC 68-2-20, a list is attached to each test method, stating the information which
shall figure in the relevant component specification. The writer of that specification
shall insert this information in a clear and precise manner, without ambiguity or gaps. It
would be convenient if a special section of the specification were reserved for this,
even if it repeated information already given in other sections and referred to some
points as "inapplicable";
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2) le choix des prescriptions relatives & I'échantillonnage est statistiquement lié a la
question des rejets. Les essais de brasabilité, qui ne sont jamais effectués seuls, .
possédent également un caractére statistique. Ceci est rarement exprimé de fagon claire
ou explicite. Dans le cas des méthodes d’'essais qui générent une valeur numérique
unique, par exemple un temps de mouillage similaire & celui de I'essai & la goutte de 7.4,
I’évaluation peut étre mise en oeuvre a I'aide d’une courbe de répartition logarithmique.

La méthode est la suivante:

— ranger les résultats par ordre croissant de grandeur;
- affecter & chaque mesure une ordonnée y donnee par:

y =100 x i——“’;o's

ou
M est le nombre séquentiel de la mesure par ordre de gréd
n est le nombre total de mesures.

brasage

Noter que cette pro : wil existe 50 résultats d’essais igsus d'un
a-taille de I'échantillon est petite, plus l'incertitude
aide de cette méthode est grande.

aitement et
le stockage des résultats des essais, d'utiliser un systéme informatique en lieu et place des fraceurs de

0 he diftonnetiement ampioye n_conseq nce ertaines mod ations m

a la formulation d’origine de la CEl 68-2-54.

2 Les références entre parenthéses renvoient aux articles appropriés de I'annexe A de la CE| 68-2-54.

10 Généralités

10.1 Définition de la mesure de mouillabilité

La méthode de la balance de mouillage permet la mesure des forces verticales agissant
sur un spécimen en fonction du temps, lors de son immersion dans un gain d’alliage en
fusion. La mouillabilité d’'un spécimen est déduite de ces observations et correspond au
temps mis pour atteindre un degré donné de mouillage ou au degré de mouillage atteint
en un temps donné.
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2) the choice of sampling requirements is statistically related to the matter of rejec-
tions. Solderability tests, which are never done singly, also have a statistical character.
This is rarely made clear or explicit. For methods of testing which generate a single
figure value, for example a wetting time as in the globule test of 7.4, evaluation may be
carried out using a logarithmic normal distribution graph.

The method is as follows:

— arrange results in order of magnitude, lowest first;
— allot to each reading an ordinate y, given by:

y=100xiM_:70’_5)_

where
M | is the sequential number of reading in order of magnitude;
n |is the total number of readings.

Thus if nis 50, y will be the odd number 1 to 99.

— |plot results on log: normal graph paper;
— |draw straight line of best fit;

This gjves the probability that one joint/in 10 000 e longer than B seconds to solder.

Note that this procedure assume 8 50 test results available from the same
set of [specimens. The me i 1 Wi where the number of test specimens is
too small and not Tfﬁ i e the application of statistical analysis.

olderability testing

accordance with IEC 68-2-54, Appendix B

NOTES

1 |Since this standard was published, it has become common practice to use a personal computer systFm

in place’of a chart recorder for recording, processing and storage of test results. Accordingly, some mifor
chaterMMW—mﬁmg—el—hEG—G@-ﬁ-G%eve—beee—med’ } i e

2 The numbers in brackets refer to the relevant clauses of Appendix A of IEC 68-2-54.

10 General

10.1  Definition of the measure of wettability

The wetting balance method permits the measurement of the vertical forces acting on
a specimen as function of time, when it is immersed in a bath of molten solder. The
wettability of the specimen is deduced from this relation, as the time to reach a given
degree of wetting or as the degree of wetting reached within a given time.
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Une spécification de mouillabilité peut réclamer que plusieurs points de la courbe force-
temps soient fixés a des valeurs particulieres. Ce guide suggére les points et les valeurs
qui peuvent étre utilisés.

Le matériel d’essai doit étre conforme a certaines exigences si I'on veut obtenir des
résultats reproductibles et qualitatifs; des explications sur les exigences et les méthodes
de vérifications sont données ici.

10.2 Forme du spécimen

Le spécimen peut étre de forme quelconque mais, en vue de simplifier I'interprétation
de la courbe et le calcul des forces, il est préférable que la partie immergée du spécimen
soit de section uniforme. Pour réduire les erreurs de calcul, il convient-que le spécimen soit
immergé en présentant les surfaces 3 essayer avec un angle gs de la
verticale de plus de 15°. Si I'extrémité immergée du spécimen d elle doit
I|étre & angle droit, en évitant toute bavure.

«pavés» ou des
s ‘alliage.
ps, Pour cettq raison,

essayer les sorties de

etre de leur section.

age’ et d’égouttage de flux, |de telle
du flux pendant I'essai ne viennjent pas

ivantes:

e lors-

sensibilité la plus grande, il faut régler le zéro de I'’enregistreur au milieu du pap er oule
écaler de telle sorte que la totalité de la courbe apparaisse sur le papier.

Le temps de réponse (voir annexe A, article A1 de la CEI 68-2-54) doit étre suffisamment
court pour étre sdr que I'enregistreur reproduise exactement les variations rapides de la
force qui surviennent particuliérement au début du mouillage. Bien qu’'en théorie il puisse
étre infiniment court, un temps de réponse maximal de 0,3 s suffit. Un traceur de courbes
peut donc étre utilisé comme systéme d’enregistrement.

La procédure suivante est utilisée pour vérifier le temps de réponse de l'instrument et la
stabilité du zéro. Elle requiert l'utilisation d'une masse connue (qui soit étre suffisante
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A specification for wettability may require that several points on the force-time curve
conform to particular values. This guide suggests points and values that may be used.

The test equipment shall conform to certain requirements if reproducible and qualitative
results are to be obtained; the requirements and methods of their verification are also
given here.

10.2 Specimen shape

The specimen may be of any shape, but in order to simplify the interpretation of the curve
and the calculation of forces, it is preferable for the immersed portion of the specimen to

be of [uniform cross-section. To reduce errors in calculation, the specimen should be
immersed with the surfaces to be tested within an angle of 15° from the vertical>and{if-the
immersed end of the specimen has to be cut, it shall be cut at right angles to.the vertigal
axis and be free of burrs.

The tept can be applied to such specimens as chip capacitors © 9 inted circtit
board having farge areas not wettable by solder. However f produce dis-
tortion : 3 is directed [to
the use of the method for testing component terminatio esigne apable of being
wetted :

10.83

It is im ning'the specimens is used, $0
that th evaporation or dripping of flux
during

11 C

11.1

If a chart recorder i that it meets the following requirements:

Zero s

During|the te e,\the force” acting on the specimen reverses direction as non-wetting
change ctte a
consid to
record is

necesgary ‘to operate the chart recorder with a zero that is at the centre of the chart, pr
offset to~adevel consistent with keeping the whole curve on the chart.

The response time (see Appendix A, clause A1, of IEC 68-2-54) shall be small enough to
ensure that the recording device reproduces accurately the rapid changes in wetting force
that take place, particularly at the commencement of wetting. Although in theory this
should be infinitely small, in practice a maximum response time of 0,3 s has proved satis-
factory. Thus a charnt recorder can be used as the recording device.

The following procedure is used for testing the response time of the instrument and zero
stability. It requires the use of a known weight (which should be sufficient to give a full
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pour obtenir le plus grand déplacement possible de la plume enregistreuse a partir du
zéro central) et un support de spécimen de forme telle qu'on puisse I’y fixer.

a) Le support de spécimen étant en position, régler I'enregistreur a zéro.

b) Faire défiler le papier a la vitesse maximale.

c) Placer la masse sur le support du spécimen.

d) Aprés 2 s ou 3 s, enlever la masse en laissant le papier se dérouler.

e) Apres 2 s ou 3 s supplémentaires, replacer la masse sur le support.

f) Répéter cette opération au moins cing fois, puis arréter le défilement du papier.

pour les téglages
btour en

a courbe obfenue sur le papier donne la sensibilité de linsirumen

courbes
ttent la
pondant
yant un

1.2 Balance

igidité du @o
Généralemen

¢ déplacement d'un systéme & ressort causg par la
e déplacement produit une variation de la prgfondeur
ans‘I'alliage et, en conséquence, une variation de la poussée
gcessaire que le systéme a ressort soit suffisamment rigide pour
ariation de la poussée d’Archiméde qui en résulte au gours de

doit pas

11.3 Bain d’alliage (voir annexe A, article A7 de la CEl 68-2-54)

Le bain doit avoir une capacité thermique suffisante pour que la température d'essai maintenue
dans la tolérances prescrites. Le spécimen doit étre a une distance suffisante des parois du
bain de fagon que les forces agissant sur lui ne soient pas affectées par la courbure de
la surface du bain au voisinage des parois. La température de 235 °C est choisie pour
accentuer la sélection que permet I'essai. Certains revétements, par exemple I'étain brillan-
té organiquement ou I'or, ont un taux de dissolution dans l'aliiage & 60 % d’étain et 40 % de
plomb qui varie de fagon significative entre 235 °C et 250 °C. Dans ce cas, la spécification
particuliére doit indiquer si I'on peut faire 'essai a la température de 250 °C.


https://iecnorm.com/api/?name=0266f383fd14a80e3ec709dc002d9e16
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